
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

ドライフィルムラミネーティング装置にお
いて、

こと特徴とするマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置。
【請求項２】

固体状態の感光剤が PEフィルムに薄く取付けられていることを特
徴とする請求項 1記載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置。
【請求項３】
前記マイクロ波発振装置は、 500～ 3000MHzの波長を発振することを特徴とする請求項 1記
載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置。
【請求項４】
前記マイクロ波発振装置は、 910～ 920MHzの波長を発振することを特徴とする請求項 1記載
のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置。
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基板にドライフィルムをラミネーティングする

前記基板及びドライフィルムを加熱してドライフィルムの一部を液体状態化するマイクロ
波発振装置を内部に備えるマイクロ波ボックスと、
前記加熱された基板に前記一部が液体状態化されたドライフィルムを圧着して前記基板に
ドライフィルムをラミネーティングするドライフィルム圧着ローラを内部に備えるフレー
ムと、
前記基板及びドライフィルムを前記マイクロ波ボックスからフレームに移送する移送装置
とを有する

前記ドライフィルムは、



【請求項５】
前記マイクロ波発振装置は、 2440～ 2460MHzの波長を発振することを特徴とする請求項 1記
載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置。
【請求項６】

ことを特徴とする請求項 1記載のマイクロ波を用
いたドライフィルムラミネーティング装置。
【請求項７】

マイクロ波を用
いたドライフィルムラミネーティング装置。
【請求項８】

ステップとを含むことを特徴とするマイクロ波を用いたドライフィル
ムラミネーティング方法。
【請求項９】

ことを特徴とする請求項 8記
載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１０】

ことを特徴とする請求項 8記載
のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１１】

ことを特徴とする請求項 8記
載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１２】

NaOH、 Na2 Co3の溶液を含むこと
を特徴とする請求項 8記載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１３】
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前記圧着ローラに架けられたベルトであって、前記圧着ローラとともに前記基板に前記ド
ライフィルムを圧着すると共に、その際に外部へ流れ出る液状体を運ぶ補助ローラベルト
と、この補助ローラベルトで運ばれる液状体を通過させることによって液状体中の成分を
溶解させるとともにブラッシング処理をして液状体中の異物質を除去する処理を行う液体
クリーン及びブラシボックスとを有する

前記補助ローラベルトで運ばれる液状体を通過させることによって液状体に貼着処理をし
て液状体中の異物質を除去する貼着ローラボックスと、前記貼着ローラボックス及び前記
液体クリーン及びブラシボックスの処理を終えた前記補助ベルトを乾燥させる処理を行う
ホットエアブロワーボックスとを有することを特徴とする請求項６記載の

プリント回路基板にドライフィルムをラミネーティングするドライフィルムラミネーティ
ング方法において、
前記プリント回路基板及びドライフィルムにマイクロ波を照射して加熱し、前記ドライフ
ィルムの一部を液体状態化するステップと、
前記加熱されたプリント回路基板の回路形成面に前記加熱されて一部が液体状態化された
ドライフィルムを前記基板に圧着してドライフィルムを前記基板にラミネーティングする
するステップと、
前記ドライフィルム圧着の際に外部へ流れ出る液状体をベルトで運び、貼着作用で異物質
を除く貼着処理、液状体中の成分を溶解させるとともにブラッシングをすることで異物質
を除く液体クリーン及びブラッシング処理及びこれらの処理を終えた前記ベルトを乾燥さ
せる乾燥処理を行う

前記マイクロ波は、 500～ 3000MHzの波長を有するものである

前記マイクロ波は、 900～ 950MHzの波長を有するものである

前記マイクロ波は、 2440～ 2460MHzの波長を有するものである

前記液体クリーン及びブラッシング処理に用いる液体は、

プリント回路基板にドライフィルムをラミネーティングするドライフィルムラミネーティ
ング方法において、
前記プリント回路基板及びドライフィルムにマイクロ波を照射して加熱し、前記ドライフ
ィルムの一部を液体状態化するステップと、
前記加熱されたプリント回路基板の回路形成面に前記加熱されて一部が液体状態化された
ドライフィルムを前記基板に圧着してドライフィルムを前記基板にラミネーティングする
する第１次のラミネーティングステップと、
前記第１次のラミネーティングステップの後に行われるステップであって、前記プリント



ことを特徴とする
マイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１４】

ことを特徴とする請求項 13記
載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１５】

ことを特徴とする請求項 13記
載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１６】

ことを特徴とする請求項 13
記載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【請求項１７】

NaOH、 Na2 Co3の溶液を含むこと
を特徴とする請求項 13記載のマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、ラミネーティング装置を用いた半導体装置及び方法に関し、より詳細には、マ
イクロ波を用いてドライフィルムに被着されたポリマーを半溶液状態に転換させるマイク
ロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体シャドウマスク及び PCB、 L/Fを始めとして平板ディスプレイ装置等の製品は薄膜の
フィルムを基板上にラミネーティング (laminating)させる工程を経ることになる。ラミネ
ーティング工程では、何よりフィルムと基板との間に気泡が生じないように、密着させる
ことが大切である。
【０００３】
ここで、ラミネーティング工程を経る製品を形成するための方法では、印刷技法と写真製
法とがある。また、写真製法は、露光ステップを有するが、液状状態の溶液を使用するイ
ンキ方法と、感光物体を PET、 PEフイルム等の表面に薄く塗布するドライフィルム方法と
に分けられる。
【０００４】
インキ方法は、高密度回路の工程において、元のフィルム素材上の表面が粗いとか、溝、
または、スクラッチ等があっても、 ことになるので、厚さを薄く維
持するドライフィルム方法よりずっと容易である。一方、液状のソルベントを使用するの
で、作業者の健康に影響を与え、人為的な貫通ホール (through hole)があると使用不可能
であり、不均一に塗布される厚さにより露光の際、不良の可能性が大きく、塗布後に長時
間間乾燥しなければならない短所がある。
【０００５】
一方、ドライフィルム方法は、液状タイプの感光剤とは異に、塗布後、乾燥工程がなくて
も使用可能で、厚さが均一に塗布することができる。また、貫通ホールがある場合にもラ
ミネーティング可能である。
【０００６】
ここで、ラミネーティングは、主にローラに熱を加えて圧着させるローリング作業からな
る。ローリング作業は、フィルムがローラの加圧力により基板上に取付けられるようにガ
ラス基板上にフィルムを配設した後、ローラにて前記フィルムを全体的にローリングする
ことを意味する。該ローリングの取付ステップでは、何より前記ローラがフィルムに直接
接触され、ローリング際にフィルムの全体の表面に亙って均一な加圧力のみならず、一定
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回路基板及びドライフィルムにマイクロ波を照射して再度加熱するステップと、前記加熱
されたプリント回路基板にドライフィルムを圧着してドライフィルムを前記基板に再度ラ
ミネーティングするする第２次のラミネーティングステップとを有する

前記マイクロ波は、 500～ 3000MHzの波長を有するものである

前記マイクロ波は、 910～ 920MHzの波長を有するものである

前記マイクロ波は、 2440～ 2460MHzの波長を有するものである

前記液体クリーン及びブラシシング処理に用いる液体は、

全て溶液が塗布される



の熱伝達を印加する必要が
【０００７】
また、従来の密着方法は、被物体を前記アルカリ処理し、表面をブラシングし、酸により
水洗処理し、乾燥するラミネーティング方法である。該熱圧着による密着方法は、熱 -IR(
Infrarader)を使用する方法であって、ドライフィルムの露光帯域である UV帯域に近いの
で、温度による感光も共になされることになる。だから、温度の境界も細心な注意事項の
一つの要因である。
【０００８】
図 1は、ヒーティング装置がフレームローラに結合されている従来のラミネーティング装
置の断面図である。図 1に示すように、従来のラミネーティング装置 100はフィルムロール
110からヒータを内蔵したローラ 118に投入されながら被素材物にドライフィルムが圧着さ
れる工程である。しかし、ヒーティング装置 118は、感光材料の特性及びローラ自体の重
さ等の特性によりフィルムの全面に 熱伝達を行う。また、被素材フィルムの表
面上にあるスクラッチ、デント (dent)、粗度 (roughness)が生じると、良好な塗布がなさ
れるとしても密着力と埋めの程度が不良になる問題がある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明はこのような従来の問題を勘案して案出したもので、本発明の目的は、薄
膜のフィルムをラミネーティングする際、フィルムの全面に不良が内在されても液状のよ
うな効果を示す均一な圧着を加える方法を研究する中で、ドライフィルム内の水分、また
は、アクリル系コポリマー分子をマイクロ波により振動させて、ドライフィルムの感光剤
を瞬間的に半溶液状態で形成し、ラミネーティングするマイクロ波を用いたドライフィル
ムラミネーティング装置及び方法を供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】

本発明にかかるマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング装置は、ドライフィ
ルムと共に、 PCB基板の加熱ないし発振し、その内部が反射膜から囲まれているマイクロ
波発振装置と、前記発振装置により加熱された基板を移送するための移送装置と、前記移
送装置により移送される基板にラミネーティング作業を行うフレームと、前記マイクロ波
発振装置により感光された PCB基板を排出する排出装置とを含む。
【００１１】
また、本発明にかかるマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法は、プリ
ント回路基板の回路形成面にドライフィルムを圧着して接着層を形成するステップと、前
記接着層上にマイクロ波発振装置から波長を発振して加熱させるステップと、前記加熱ス
テップにより貼着した接着層を圧着した後、外部へ流れ出る液状のポリマー液状体を処理
するための を用いた貼着ローラ及び液体ボックスを通過させて、ブラシン
グにより異物質を除去するステップ、及び、前記異物質を液体クリーン及びブラシローラ
バックスでクリーン及びブラシし、クリーンされたクローラーベルト上のポリマー液状体
をホットエアブロワーボックスで残っている溶液を乾燥させるステップとを含む。
【００１２】
また、本発明にかかるマイクロ波を用いたドライフィルムラミネーティング方法は、プリ
ント回路基板などの被対象物を投入するステップ (s210)と、前記プリント回路基板などを
マイクロ波でドライフィルム発振により加熱するステップ (s220)、前記プリント回路基板
とドライフィルムとを圧着ローラにより 1次に接着させるステップ (s230)と、その後、マ
イクロ波を更に照射して再加熱するステップ (s240)、及び前記プリント回路基板とドライ
フィルムとをまた別の圧着ローラにより 2次に接着するステップ (s250)とを含む。
【００１３】
【発明の実施の形態】

10

20

30

40

50

(4) JP 3770853 B2 2006.4.26

ある。

均一でない

ローラーベルト



以下、添付図面を参照しながら本発明の望ましい一実施の形態を説明する。図 2は、本発
明の実施の形態にかかるラミネーティング装置の説明のために示す平面図である。図 2に
おいて、類似している構成及び機能を有する部分は、一つの代表番号として図面符号を与
える。
【００１４】
図 2のラミネーティング装置は、一体構成した前処理領域と後処理領域とに分けられ、前
処理領域に対しては、フレーム上にはラミネーティングされるフィルムが配設される。後
処理領域に対しても前処理領域と同様に、フィルムが配設されて二重の処理が可能になる
。以下、前処理領域の装置及び動作を説明するが、ラミネーティングの後処理領域におい
ても前処理領域と同様に単独或いは並行処理が可能である。
【００１５】
図 2において、ラミネーティング装置 200は、フィルムロール 210からドライフィルムと共
に被着される所定の基板 P、即ち、プリント回路基板 PCB、リードフレーム L/F等を移送す
るためのテンションローラ 212

214と、 により加熱された

【００１６】
入口側に ドライフィルムロール 210が連結され、該ドライフィ

ルムロール 210 は、固体状態の感光剤が PE(Polyethy
lene)フィルム に薄く取付けられている 。 ドライフィルムはドライフ
ィルムロール 210からドライフィルムの引張力と高さとを調節するテンションローラ 212に
より一定のテンション 。また、 は
、その内部が遮断及び反射膜 215により囲まれており、

500～ 3000MHzの波長 を発振する。望ましくは、マイクロ波
発振装置 は、 910～ 920MHzの波長、または、 2440～ 2460MHzの波長を発振することであ
る。即ち、より望ましい波長は、 915MHz、または、 2450MHzを発振することである。また
、この発振装置は、 水分、アクリル系ポリマーの分子振動を誘
導し、固体状態のドライフィルムを半液状の物質に転換させる。ここで、ポリマー系と水
分子の振動帯域とが異なるので、 2つを並行するか、水分子振動帯域のみを使用すること
もできる。
【００１７】
水分子は、 915MHz、または、 2450MHzの発振帯域を有する。 発振装置 216
は、上述の図 1の ヒーティング装置 118に代わってドライフィルムを液
化させる。
【００１８】
フレーム 230は、 、油圧、或いは、空圧シリンダー 220、貼
着ローラを有する貼着ローラボックス 226、液体クリーン及びブラシローラボックス 222と
ホットエアブロワーボックス 228が一体結合され、制御ユニット (示していない )の作動に
より により作動される。ここで、ドライフィルム圧着ローラ 218は
半液体状態の を シリンダー 220の圧力を用いて被対象 に
圧着させる。 シリンダー 220はドライフィルム圧着ローラ 218 垂直方向 圧力
を調整

【００１９】
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等を備えた移送機構と、前記基板 Pやドライフィルム等にマ
イクロ波を照射して加熱ないし発振するためのマイクロ波発振装置 216を内部に備えたマ
イクロ波ボックス 該マイクロ波発振装置 216 基板 Pを移送する作
用を行いながら、前記基板 Pにラミネーティング作業を行うドライフィルム圧着ローラ 218
を内部に備えたフレーム 230とを構成する。

マイクロ波ボックス 214の は
に巻きつけられているドライフィルム
表面 ものである この

が与えられるようになっている マイクロ波ボックス 214
その内部に設けられたマイクロ波

発振装置 216は、 のマイクロ波
216

ドライフィルムに含まれる

なお、マイクロ波
従来の装置における

ドライフィルム圧着ローラ 218

補助ローラーベルト B 、
ドライフィルム 油圧／空圧 基板等
油圧／空圧 の の

する。油圧／空圧シリンダー 220、フィルム圧着ローラ 218及び液体クリーン及びブ
ラシローラボックス 222は、フレーム 230に対し水平もしくは垂直を維持するように取り付
けられ、これらは図示しないモータ等の駆動・制御ユニットに連結されている。

また、フレーム 230には、補助ローラーベルト Bに付着した異物質を貼着して取り去る貼着
ローラボックス 226、液体内でブラシングしながら補助ローラーベルト Bをクリーンする液
体クリーン及びブラシローラボックス 222と、ホットエアブロワーボックス 228が取付けら



マイクロ波発振装置 は、フレーム 230にボルトにより結合される。ここで、
、強い貼着力を有する 液体クリーン及び

ブラシローラボックス 222
異物質を

伝達する。液体クリーン及びブラシローラボックス 222は異物質の伝達の際、若干
の異物質が残る場合に備えて二重にアクリル系コポリマーを溶解させることができる。ま
た、液体クリーン及びブラシローラボックス 222には、 NaOH、 Na2 Co3等の溶液が満たされ
ており、 NaOH、 Na2 Co3溶液 ブラシ処理を行うブラシ
が内蔵される。ホットエアブロワーボックス 228内には、ホットエアが供給される。ホッ
トエアブロワーボックス 228は、 PE、 PP系統の酸性、或いは、アルカリ性に耐えられる。
【００２０】
また、本発明の動作を説明する。ラミネーティング装置 200のマイクロ波発振装置は、制
御ユニット (図示していない )のタイマーのタイミングの作動による。ラミネーティング圧
着後、被物体に取付けられる異物質は貼着ローラ 226により除去される。ラミネーティン
グ装置 200は から ドライフィルムにマイクロ波を照射
し、ドライフィルムを液体状態に形成する。その際の作業条件は、テンションローラ 212
により制御される。テンションローラ 212は、制御ユニットの設定データ値により調節可
能である。マイクロ波の照射によりドライフィルムの感光素材である感光剤が液体状態 (
半液体状態、または、ゲル化 )で形成される際、ラミネーティングロールの速度及び時間
によりゲル化されたドライフィルムがプリント回路基板 (PCB、 L/F等 )に取付けられる。ま
た、マイクロ波の周波数は、水分子の振動周波数帯域とアクリル系コポリマー振動可能周
波数帯域を使用する。また、ドライフィルムの条件が変更されることにより、該当する特
性領域帯域の周波数を使用することができる。
【００２１】
本発明にかかるドライフィルムラミネーティング方法を図 3及び図 4を参照しながら説明す
る。図 3は、本発明の実施の形態にかかるラミネーティング方法を示す工程図である。
【００２２】
ドライフィルムラミネーティング方法は、プリント回路基板の回路形成面にドライフィル
ムを圧着して接着層を形成する (s110)。その後、前記接着層上にマイクロ波発振装置から
波長を発振して加熱させる (s120)。前記加熱により貼着した接着層を圧着した後、外部へ
流れ出る液状のポリマー液状体を処理するため

そして、ク
リーンされた 上のポリマー液状体をホットエアブロワーボックス 228
で乾燥させる (s140)。
【００２３】
図 4は、本発明の別の実施の形態にかかるラミネーティング方法を示す工程図である。図 4
は、被物体をアルカリ処理し、ラミネーティングする工程であって、図 3の実施の形態で
のような構成及びマイクロ波波長を含むのでその詳細な説明は省略する。しかし、図 3の
前処理領域に対する工程順序とは異に、後処理工程においては、次の工程による。ラミネ
ーティング工程は、符号Ｐと表示された被対象物であるプリント回路基板ＰＣＢ、または
、リードフレームＬ /Ｆ等の素材を投入する (s210)。投入されたプリント回路基板は、マ
イクロ波でドライフィルム発振により加熱を行う (s220)。加熱されたＰとドライフィルム
とは、圧着ローラ (図 2のローラ 218により (s230)。その後、マイク
ロ波を更に照射して加熱させ (s240)、また別の圧着ローラにより
(s250)。
【００２４】
また、ラミネーティング工程において、前記 するステップ (ｓ 230) 前
記 ステップ (ｓ 250)
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れる。 216 補助
ローラーベルト Bは 貼着ローラボックス 226並びに

を通過させることによって、この補助ローラーベルト Bに付着し
た 、これら貼着ローラボックス 226並びに液体クリーン及びブラシローラボック
ス 222に

に浸漬された補助ローラーベルト Bに

ドライフィルムロール 210 供給される

、補助ローラーベルト Bを用い、この補助
ローラーベルト Bを貼着ローラボックス 226と液体クリーン及びブラシローラボックス 222
とを通過させながらクリーン及びブラシングにより異物質を除去する (s130)。

補助ローラーベルト B

第 1次の接着がなされる
第２次の接着がなされる

第１次の接着を と、
第２次の接着をする とを、別個の工程として別々に進行させることも

できる。



【００２５】
【発明の効果】
このように、本発明にかかるラミネーティング装置のマイクロ波を用いてラミネーティン
グさせると、フィルムの全面において、ラミネーティングに必要なドライフィルムが既に
液状化されているので、ヒータが入っている既存のローラを使用する必要がなく、基板と
フィルムとの間に気泡の発生なしに、

ドライフィルムに感光剤が薄く被覆されることにより、ドライフィルムの厚
さをより薄くして良好な状態でフィルムが 取付けられることになる。また、液状で
は実現することができない貫通ホールに対する作業が可能で、かつ、乾燥工程が除去され
て液状の効果とドライフィルムが有する効果とを更に得る装置である。ここに加えて、前
処理工程が非常に低減され、生産性の側面と固定施設投資の減少、製品の納期及び品質向
上の効果をも得られることである。このような結果は、ラミネーティング工程以後になさ
れる別の工程が良好になされるようにし、製品の不良率を大きく低減させる作業安定性を
確保することになるので、最終で生産された PCB等のデバイスの品質を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【図 1】従来の技術にかかるラミネーティング装置を示す平面図である。
【図 2】本発明の実施の形態にかかるラミネーティング装置の作用説明のために示す平面
図である。
【図 3】本発明の実施の形態にかかるラミネーティング方法を示す工程図である。
【図 4】本発明の他の実施の形態にかかるラミネーティング方法を示す工程図である。
【符号の説明】
200  210 ドライフィルムロール  212 テンションローラ  214 マイ
クロ波ボックス  215 マイクロ波遮断膜  216 マイクロ波発振装置  218 ドライフィルム圧
着ローラ  220 油圧 /空圧シリダー  222 226 貼着ローラ
ボックス  228 ホットエアブロワーボックス  230 フレーム
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良好な状態でフィルムが基板に取付けられることに
なる。また、

基板に

ラミネーティング装置

液体クリーン及びブラシボックス



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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